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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an electronic module. The starting point is a metal conductive foil
that is not coated on at least one side. Electronic components are fastened, particularly glued on said foil, wherein the active side
faces the foil. The gluing is carried out by the glue being applied only to the points where the electronic components are to be fas-
tened. The glue can either be applied to the foil or to the electronic components. The components are then pressed against the foil
and are glued therewith. Then the foil comprising the glued-on components is laminated on the side of the components with a cir-
cuit board carrier. Only then is a circuit board structure created on the opposite side and only then are the connections of the elec-
tronic components contacted through the conductive foil. For contacting, further levels can be applied to the structured, conducti-
ve foil.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schldgt ein Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Baugruppe vor. Ausgangs-
punkt ist eine metallisch leitende Folie, die mindestens einseitig nicht beschichtet ist. Auf dieser Folie werden elektronische Bau-
teile mit ihrer aktiven Seite der Folie zugewandt befestigt, insbesondere verklebt.

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Die Verklebung geschieht dadurch, dass nur an den Stellen, wo die elektronischen Bauteile befestigt werden sollen, Klebstoff auf-
gebracht wird. Der Klebstotf kann entweder auf die Folie oder auf die elektronischen Bauteile autgebracht werden. Die Bauteile
werden dann gegen die Folie angedriickt und verklebt. AnschlieBend wird die Folie mit den verklebten Bauteilen auf der Seite der
Bauteile mit einem Leiterplattentrdger laminiert. Erst dann wird auf der gegeniiberliegenden Seite eine Leiterbahnenstruktur her-
gestellt, und die Anschliisse der elektronischen Bauteile werden durch die leitende Folie hindurch kontaktiert. Auf die strukturier-
te leitende Folie kénnen weitere Ebenen zur Kontaktierung aufgebracht werden.
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Beschreibung

Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer elektronischen
Baugruppe mit mindestens einem elektronischen Bauelement, das in-
nerhalb der elektronischen Baugruppe kontaktiert ist.

Eine bekannte elektronische Baugruppe wird so hergestellt, dass die
elektronischen Bauelemente mit ihren passiven Seiten auf eine Trager-
platte geklebt werden. AnschlieRend wird der Raum zwischen ihnen und
oberhalb ihrer aktiven Seite mit einem Flllmaterial laminiert, in das dann
Lécher zur Herstellung einer Verbindung mit den Anschliissen einge-
bracht werden (US 6972964).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Méglichkeit zur einfa-
chen und kostenginstigen Herstellung von elektronischen Baugruppen

zu schaffen, die eine groRe Packungsdichte erméglichen.

Zur Loésung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung ein Verfahren mit den
im Anspruch 1 genannten Merkmalen vor. Weiterbildungen der Erfin-

dung sind Gegenstand von Unteranspruchen.

Das Verfahren verwendet als Ausgangspunkt eine leitfahige Folie, die
unbeschichtet ist. An dieser Folie werden dann die mehreren oder das
mindestens eine elektronische Bauelement befestigt. Auf der Seite, an
der die elektronischen Bauelemente angebracht sind, wird die leitfahige
Folie mit einem Leiterplattentrager laminiert. Die Tragerfolie kann aus
Metall, Keramik oder Polymer bestehen. An der den Ausgangspunkt bil-
denden leitfdhigen Folie wird eine Strukturierung zur Herstellung von
einzelnen Leiterbahnen durchgefuhrt. AnschlieBend oder gleichzeitig

werden dann die dieser leitfahigen Folie zugewandten Anschliisse des
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elektronischen Bauelements kontaktiert. Die Kontaktierung kann so er-
folgen, dass an den den Anschlissen der elektronischen Bauelemente
entsprechenden Stellen Bohrungen mithilfe von Lasern durchgefihrt
werden. Die gebohrten Lécher kénnen dann metallisiert werden, wo-
durch dann die leitende Verbindung zwischen Leiterbahnen und An-

schliissen der Bauelemente hergestellt werden.

Aufgrund der Verwendung einer einfachen leitfahigen unbeschichteten
Folie lasst sich das Verfahren beispielsweise in Weiterbildung im so ge-
nannten Reel-to-Reel-Verfahren durchfiihren.

Die Befestigung des mindestens einen beziehungsweise der mehreren
elektronischen Bauelemente an der leitfahigen Folie kann in Weiterbil-
dung dadurch geschehen, dass die Bauelemente mit der Folie verklebt
werden. Der Klebstoff kann beispielsweise ein Klebstoff sein, der unter

Warmeanwendung aushértet.

Der Klebstoff kann beispielsweise auf die leitfahige Folie durch Dosieren
oder Stempeln aufgebracht werden, und zwar genau an den Stellen, an
denen spater die elektronischen Bauelemente angebracht werden sol-
len. Mithilfe bekannter Verfahren lasst sich der Klebstoff sowohl genau

dosieren als auch an genau der richtigen Stelle aufbringen.

Eine andere von der Erfindung ebenfalls vorgeschlagene Mdglichkeit
besteht darin, den Klebstoff auf die elektronischen Bauelemente aufzu-

bringen, wozu ebenfalls bekannte Verfahren verwendet werden kénnen.

Die Bauelemente werden dann unter der Zwischenlage des Klebstoffs
auf die Folie angedrickt. Durch Anwendung von Wéarme, beispielsweise
HeiBluft, Ofenprozess oder dergleichen kann der Klebstoff dann ausge-

hartet werden.
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Ebenfalls méglich ist es, dass die Befestigung allein durch Druck erfolgt.

Der Klebstoff, der nur dort vorhanden ist, wo auch die elektronischen
Bauelemente sind, bildet neben der Befestigung auch ein Dielektrikum.
Zur Sicherstellung einer geeigneten Dicke der Dielektrikumsschicht kén-
nen Abstandselemente zwischen der leitfahigen Folie und den elektroni-
schen Bauelementen vorgesehen werden, insbesondere Abstandsele-
mente, die in dem Klebstoff enthalten sind. Auf diese Weise ist es auch

méglich, verschiedene Dielektrika-Dicken einzustellen.

In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass nach dem
Befestigen der elektronischen Bauelemente an der leitfahigen Folie die-
se von einem Polymermaterial umhilit werden, das die elektronischen
Bauelemente bis auf die leitfahige Folie umgibt. Insbesondere kann da-
bei Material verwendet werden, das mit der leitfahigen Folie eine Ver-
bindung in Form einer Befestigung eingeht. Dadurch wird eine mecha-
nisch wirksame zusétzliche Sicherung der elektronischen Bauelemente

an der Leiterfolie erreicht.

Es kann dabei vorgesehen sein, dass die Umhillung nur jeweils ein
elektronisches Bauelement umgibt, oder auch mehrere Bauelemente,

oder auch alle elektronischen Bauelemente einer Bauteilgruppe.

Die Umhiullung kann auch dazu verwendet werden, dreidimensionale
Strukturen zu erstellen, insbesondere dann, wenn eine solche Kombina-
tion aus Umhillung und leitfahiger Folie zu weiteren Baugruppen zu-

sammengesetzt werden soll.

In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die leitfahige
Folie mit Markierungen versehen wird, die eine Justierung erméglichen
oder bewirken sollen. Diese Justagemarkierungen kénnen beispielswei-
se durch Atzen, Stanzen, Bohren oder dergleichen hergestellt werden.
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Sie kénnen insbesondere dazu dienen, die Einrichtungen gegeniber
den Stellen zu positionieren, an denen die Bauelemente angebracht

werden sollen und an denen daher der Kleber aufgebracht werden soll.

Die Justagemarkierungen kénnen auch dazu verwendet werden, nach
dem Aufbringen der Bauelemente und des Fullmaterials die elektroni-

schen Baugruppen aus dem Folienband zuzuschneiden.

Erfindungsgemaly kann mit der leitfdhigen Folie und/oder den daran be-
festigten Bauelementen auch ein mechanisches Teil, beispielsweise ein
Kuhlkérper, verbunden und befestigt werden. Insbesondere kann vorge-
sehen sein, dass auch solche mechanischen Teile in der Umhullung un-

tergebracht sind.

Erfindungsgemafl kann in Weiterbildung vorgesehen sein, dass die Ver-
drahtung der elektronischen Bauelemente durch eine stromlose Metall-

- abscheidung hergestellt wird.

In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass
mit dem Leiterplattentrager eine weitere metallische Schicht verbunden
wird, die zur Warmeabfuhr dienen kann. Es kann ebenfalls vorgesehen
sein, dass zwischen den elektronischen Bauelementen und dieser me-
tallischen Schicht Kuhlkandle oder Warmeleiter untergebracht werden,
die durch die Umhullung hindurch gehen. Auch sie kénnen dazu dienen,
die in den elektronischen Bauteilen entstehende Warme von den Bautei-
len wegzufuhren. Dadurch lasst sich die Packungsdichte weiter verbes-

sern.

Erfindungsgeman kann in Weiterbildung vorgesehen sein, mehrere mit
elektronischen Bauteilen, gegebenenfalls einer Umhillung und einem
Leiterplattentrager versehene Folien zu einem Mehrlagenaufbau zu-

sammenzufassen. Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, dass zwi-
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schen zwei Leiterplattentragern die erwdhnte metallische Schicht zur
Warmeableitung angeordnet wird.

Die Erfindung schlagt ebenfalls eine elektronische Baugruppe vor, die
durch ein Verfahren herstellbar ist, wie es hierin im Einzelnen beschrie-

ben wurde und wird.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzige der Erfindung ergeben
sich aus den Anspruchen und der Zusammenfassung, deren beider
Wortlaut durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird,
der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen der Erfin-
dung sowie anhand der Zeichnung. Hierbei zeigen:

Figur 1 schematisch die Seitenansicht einer leitenden Folie als Aus-

gangsmaterial fur das Verfahren;

Figur 2 den gleichen Abschnitt der Folie mit aufgebrachten Kleb-
stoffpunkten; A

Figur 3 die gleiche Ansicht mit zwei mithilfe der Klebstoffpunkte ver-

klebten elektronischen Bauteilen:;

Figur 4 den Zustand der Herstellung nach dem Aufbringen einer
Umhillung;

Figur 5 den Zustand nach dem Zuschneiden einer elektronischen
Baugruppe;

Figur 6 eine schematische Darstellung nach Herstellung der Struk-

turierung der leitfahigen Folie;

Figur 7 den Zustand nach Herstellung der Kontaktierung;
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Figur 8 den Endzustand einer nach dem Verfahren hergesteliten

Mehrlagenleiterplatte;

Figur 9 die schematische Seitenansicht eines Ausgangsmaterials
nach einer zweiten Ausfihrungsform des erfindungsgema-
Ren Verfahrens;

Figur 10 den Zustand nach einem weiteren Verfahrensschritt;

Figur 11 den Zustand nach einem weiteren Verfahrensschritt der

zweiten Ausfuhrungsform;

Figur 12 einen weiteren Verfahrensschritt;

Figur 13 das Abziehen der Tragerfolie;

Figur 14 eine der Figur 13 entsprechende Darstellung bei einer Ab-

wandlung;

Figur 15 eine Ausgangssituation bei einer nochmals weiteren Ausfuh-

rungsform;

Figur 16 den der Figur 14 entsprechenden Zustand der Ausfihrungs-
form nach Figur 15;

Figur 17 eine der Figur 15 entsprechende Darstellung eines Zwi-
schenzustands eines Verfahrens nach einer weiteren Aus-

fuhrungsform,;

Figur 18 einen zweiten Zustand des Verfahrens;
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Figur 19 das Ergebnis der Befestigung des elektronischen Bauteils
an der leitfahigen Folie.

Figur 1 zeigt stark vereinfacht einen Ausschnitt aus einer von einer Rolle
abgewickelten leitfahigen Folie 1. Diese Folie 1 hat an bestimmten ge-
nau definierten Stellen Justagemarkierungen 2, beispielsweise in Form
von durch die Folie 1 hindurchgehende Léchern. Die Folie 1 ist auf bei-
den Seiten unbeschichtet. Es handelt sich beispielsweise um eine Kup-

ferfolie.

Auf der Folie 1 wird auf der in den Figuren 1 bis 4 oberen Seite 3 an be-
stimmten Stellen, die in ihrer Position gegeniber den Justagemarkie-
rungen 2 festgelegt sind, Klebstoff aufgebracht. Das Aufbringen kann
durch Drucken, Spritzen, Tropfen oder dergleichen geschehen. In dem
Klebstoff sind einzelne Abstandselemente 5, beispielsweise Glaskugeln
einer bestimmten GréRe, eingemischt. Mit der GréfRe der Spacer ist es

moglich, verschiedene Dicken des Dielektrikums einzustellen.

In einem weiteren Verfahrensschritt werden nun elektronische Bauele-
mente 6 mithilfe von geeigneten Einrichtungen auf die Stellen aufge-
setzt, an denen vorher die Klebstoffpunkte 5 angebracht waren. Diese
elektronischen Bauteile 6 werden angedrickt, so dass die Klebstoff-
punkte 5 verquetscht werden und die gesamte aktive Flache der elekt-
ronischen Bauelemente 6 abdecken und gegeniuber der Folie 1 verkle-
ben. Dieser Zustand ist in Figur 3 dargestellt. Je nach Art des verwende-
ten Klebstoffs kdnnen weitere MaRnahmen ergriffen werden, um das
Ausharten des Klebstoffs zu beschleunigen, beispielsweise eine zusatz-

liche oder ausschlief3liche UV-Héartung.

Anschlielend kann in einem weiteren Verfahrensschritt, der nicht unbe-
dingt erforderlich ist, um die elektronischen Bauelemente 6 herum eine

Umhillung 7 aus einer Polymermasse aufgebracht werden, die in dem
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dargestellten Beispiel alle elektronischen Bauelemente in einer gemein-
samen Umhillung 7 umhdllit. Die Umhillung 7 reicht auBerhalb der
elektronischen Bauelemente 6 bis zu der in den Figuren 1 bis 4 oberen
Seite 3 der Folie 1. Auch zur Dimensionierung und Anordnung der Um-
hullung 7 aus der Polyestermasse gegeniber den elektronischen Bau-
elementen 6 kénnen die Justagemarkierungen 2 dienen. Da die Umhdul-
lung 7 Bauelemente 6 umhillt und bis zur Folie 1 reicht, gegebenenfalls
auch mit der Folie 1 eine Art Verklebung eingeht, ist dadurch ein me-

chanisch stabiler Block gebildet.

Anschlielend an den Verfahrensschritt, dessen Ergebnis in Figur 4 dar-
gestellt wurde, kann nun die elektronische Baugruppe zugeschnitten
werden, das heilt aus der Folie 1 herausgeschnitten werden. Nun wird
das Ergebnis des bisherigen Verfahrens umgedreht, so dass jetzt die
freie Seite 8 der Folie 1 nach oben zu liegen kommt. In einem weiteren
Schritt wird die mit der Umhillung 7 versehene Folie 1 mit einem Leiter-
plattentrager 9 laminiert, der auf der Seite der Folie 1 zu liegen kommt,
auf der auch die elektronischen Bauteile 6 angeordnet sind. Figur 6 zeigt
das Ergebnis in einem Beispiel, bei dem eine Umhullung 7 nicht vorhan-

den ist.

In einem weiteren Schritt wird nun die Folie 1 auf ihrer freien Seite 8
strukturiert, so dass jetzt Leiterbahnen erzeugt sind. In diesem Schritt
oder anschlieRend werden dann Lécher 10 gebohrt, die von der freien
Seite der Folie 1 zu den Anschlissen der elektronischen Bauelemente 6
fihren. Dies ist ebenfalls in Figur 6 dargestelit.

Die zu den Anschlissen der Bauelemente 6 fuhrenden Lécher 10 wer-
den nun in einem weiteren Schritt metallisiert, so dass jetzt die An-
schlisse durch die ausgefillten Lécher mit den Leiterbahnen verbunden
sind. Dies ist in Figur 7 dargestellt. Figur 7 zeigt also eine schon voll-

standige elektronische Baugruppe.
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Diese elektronische Baugruppe kann aber weiterverarbeitet und weiter
ausgestaltet werden. Figur 8 zeigt eine solche weitere Ausgestaltung
einer elektronischen Baugruppe, wobei praktisch zwei Baugruppen, wie
in Figur 7 dargestellt, Ricken an Riucken miteinander verbunden werden
unter Zwischenlage einer metallischen Schicht 12, die zwischen den
beiden Leiterplattentragern 9 angeordnet ist. Diese metallische Schicht
12 dient beispielsweise zur Warmeabfuhr der in den elektronischen Bau-

teilen 6 erzeugten Warme.

Die beiden hier zusammengefassten Baugruppen unterscheiden sich
von der einfachen Baugruppe der Figur 7 noch darin, dass auf die in Fi-
gur 7 noch obere metallische Schicht 1 unter Zwischenlage einer Isolie-
rungsschicht 13 eine weitere metallische leitende Schicht 14 aufge-
bracht ist, die durch Offnungen in der Isolierungsschicht 13 wiederum
Kontakte mit Leiterbahnen der urspringlich oberen leitenden Schicht 1

herstellt.

Von der nicht aktiven Seite der elektronischen Bauteile 6 fuhren metalli-
sierte Kihlkandle 15 durch den Leiterplattentrdger 9 hindurch zu der
mittleren Kuhlschicht 12, so dass die Warme hier abgeleitet werden

kann.

In Figur 8 ist als Beispiel gezeigt, dass die obere der beiden Lagen
elektronische Bauelemente 6 ohne eine Umhillung aufweist, wahrend
die untere umgedrehte Anordnung eine Umhillung 7 enthalt.

In den Figuren 9 bis 13 wird eine weitere Ausfuhrungsform des von der
Erfindung vorgeschlagenen Verfahrens dargestellt. Die Figuren 9 bis 13
zeigen Zustdnde bei der Durchfihrung des Verfahrens, die etwa den
Figuren 1 bis 7 entsprechen.
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Wahrend in Figur 1 eine beidseits unbeschichtete Folie 1 als Aus-
gangsmaterial verwendet wird, verwendet die in den Figuren 9 bis 13
dargestellte Ausfihrungsform als Ausgangsmaterial eine Folie 21, die an
einer Tragerfolie 22 angebracht ist. Die Tragerfolie 22 kann aus Metall,
aus Keramik oder auch aus Polymer bestehen. Die leitende Folie 21 be-
steht beispielsweise aus Kupfer. In einem ersten Verfahrensschritt wird
die leitende Folie 21 in der Weise strukturiert, dass Anschlusspads 23
auf der Tragerfolie 22 ausgebildet werden, die den Anschlussstellen der

zu befestigenden elektronischen Bauteile entsprechen.

Ein solches elektronisches Bauteil 6 ist in Figur 11 dargestellt. Dieses
elektronische Bauteil 6 wird nun mit seinen Anschiussstellen 24 mit den
Anschlusspads 23 verbunden. Dies kann beispielsweise in der gleichen
Weise wie bei der ersten Ausfihrungsform dadurch geschehen, dass
auf die Anschlusspads 23 oder die diesen zugewandten Seiten der An-
schlussstellen 24 des elektronischen Bauteils 6 Klebstoff aufgebracht
wird, oder aber auch Lot. Bei dem Klebstoff handelt es sich um einen
leitfahigen Klebstoff. Dadurch wird eine Klebschicht 25 gebildet, die zwi-
schen den Anschlusspads 23 und den Anschlussstellen 24 des elektro-
nischen Bauelements 6 vorhanden ist. Falls es sich bei dieser Schicht
25 um eine Lotschicht handelt, wird die Befestigung in der tblichen Wei-
se durch Warmezufuhr durchgefiuhrt. Das gleiche gilt auch fir einen
durch Warme aushartenden Klebstoff. Auf diese Weise wird das elektro-
nische Bauelement 6 mit seinen Anschlussstellen 24 der leitenden Folie
21 zugewandt mit dieser direkt verbunden.

AnschlieBend kann das elektronische Bauelement 6 mit einer Umhllung
7, wiederum aus Polymermasse, umgeben werden, die das gesamte
elektronische Bauteil 6 einschlie3lich der Anschlusspads 23 umgibt und
bis zu der Tragerfolie 22 reicht. Das Ergebnis ist in Figur 12 dargestelit.

AnschlieRend kann die Tragerfolie 22 abgetrennt werden, was in Figur
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13 angedeutet ist. Die weitere Behandlung der Umhillung 7 oder einer
Laminierung und des darin enthaltenen elektronischen Bauelements 6

geschieht in der bei Leiterplatten ublichen Weise.

Figur 13 zeigt das Ablésen der Tragerschicht 22. Anstelle des Ablésens
der Tragerschicht 22 ist es auch mdéglich, die Tragerschicht 22 nicht ab-
zulésen, sondern weiter zu strukturieren, beispielsweise durch Atzen,

durch Abtragen oder dergleichen. Dies ist in Figur 14 dargestelit.

Wahrend bei der in Figur 9 als Ausgangsmaterial dargestellten Folie da-
von ausgegangen wird, dass es sich um eine auf einer Tragerfolie 22
angebrachte leitende Folie 21 handelt, wobei die leitende Folie 21 sehr
dunn ist, zeigt Figur 15 eine Mdéglichkeit, als Ausgangsfolie eine dickere
Folie 31 zu verwenden, die dann dhnlich wie in Figur 10 auf ihrer den
elektronischen Bauteilen zugewandten Seite zunéachst strukturiert wird,
um dadurch Anschlusspads 23 zu bilden. Links in Figur 15 ist der Aus-
gangszustand dieser dickeren Folie 31 dargestellt, wéhrend rechts in
Figur 15 das Ergebnis der Strukturierung dargestellt ist.

Auf die so hergestelite strukturierte Folie wird dann das elektronische
Bauelement 6 in der gleichen Weise aufgesetzt, verbunden und befes-
tigt, wie dies in Figur 11 dargestelit wurde. Auch hier kann nach dem Be-
festigen des elektronischen Bauteils 6 und der Umhullung 7 eine Struk-
turierung der jetzt freiliegenden in Figur 9 bis 16 unteren Seite der lei-
tenden Folie 31 erfolgen.

Die elektronischen Baugruppen, wie sie in Figur 13, Figur 14 und Figur
16 dargestellt sind, kénnen dann in der gleichen Weise zu Mehrlagen-
baugruppen zusammengefasst werden, wie dies bei der ersten Ausfiih-

rungsform beschrieben wurde.

Die Figuren 17 bis 19 zeigen eine weitere Ausfuhrungsform des von der
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Erfindung vorgeschlagenen Verfahrens. Ausgangspunkt ist eine harzbe-
schichtete leitende Folie, die in Figur 17 dargestellt ist. Diese harzbe-
schichtete Folie enthilt eine leitende Schicht 41, beispielsweise aus
Kupfer. Mit dieser verbunden ist eine Harzschicht 42, in die von der
Oberseite her Locher 43 eingebracht werden. Figur 17 zeigt in der linken
Halfte die noch unbehandelte Folie, wahrend in der rechten Halfte die

Lécher 43 schon hergestellt wurden.

Mit dieser leitfahigen Folie 41 wird ein elektronisches Bauelement 6 ver-
bunden, das als Anschlussstellen so genannte Bumps aufweist. Die An-
ordnung dieser Bumps 45 entspricht der Anordnung der Lécher 43. Das
elektronische Bauelement 6 wird mit seinen Bumps 45 in die Offnungen
43 der Folie eingepresst und erwarmt. Dadurch entsteht eine Verbin-
/dung der Bumps 45 mit der leitfahigen Folie 41. Der Kontakt kann durch
das Verpressen selbst hergestellt werden.

Es ist ebenfalls mdglich, die Bumps zu umschmelzen, oder aber auch
die leitfahige Folie 41 mit Léchern zu versehen, in die die Spitzen der

Bumps 45 eingreifen. Dann kann eine Verlétung erfolgen.

Das in Figur 19 dargestellte Ergebnis der Verbindung zwischen dem
elektronischen Bauelement 6 und der leitenden Folie 41 kann dann in
der bei den vorhergehenden Ausfihrungsformen beschriebenen Weise

weiterverarbeitet werden.

Das von der Erfindung vorgeschlagene Verfahren ermdéglicht es, auf
elektronischen Schaltungstragern eine erheblich gesteigerte Flachen-
nutzung zu verwirklichen. Es kénnen zuséatzliche Lagen mit auf engstem
Raum bestickten Bauelementen hergestellt werden, sowohl aktiven als
auch passiven Bauelementen. Die passiven und aktiven elektronischen
Bauelemente kdonnen kostenglinstig verkapselt werden, wodurch eine
hohe Zuverladssigkeit erreicht wird. Es werden risikoreiche Mischtechni-
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ken, namlich Léten, Kleben und Drahtbonden in der Fertigung vermie-
den. Durch eine planare Ausgangsstruktur lassen sich reproduzierbare

HF- Ubergénge verwirklichen.
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1.4
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Patentanspriiche

Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Baugruppe mit
mindestens einem elektronischen Bauelement (6), mit folgenden
Verfahrensschritten:

als Ausgangsmaterial wird eine leitfahige Folie (1) verwendet,

auf der leitfahigen Folie (1) wird das mindestens eine elektroni-
sche Bauelement (6) mit seiner aktiven Seite der Folie (1) zuge-
wandt befestigt, '

die leitfahige Folie (1) wird mit dem daran befestigten mindestens
einen elektronischen Bauelement (6) mit einem Leiterplattentrager
(9) auf der Seite des mindestens einen elektronischen Bauele-
ments (6) laminiert,

die leitfahige Folie (1) wird zur Bildung einer Leiterbahnenstruktur
strukturiert,

die Anschlisse des mindestens einen elektronischen Bauele-

ments (6) werden ankontaktiert.

Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die leitfahige Folie (1) von
der dem Leiterplattentrager (9) abgewandten Seite her zur Bildung

der Leiterbahnenstruktur strukturiert wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Anschlisse des
mindestens einen elektronischen Bauelements (6) von der struktu-

rierten Seite (8) der leitfahigen Folie (1) her ankontaktiert werden.

Verfahren nach Anspruch 1, durchgefiihrt im Reel-to-Reel Verfah-

ren.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
das mindestens eine elektronische Bauelement (6) auf der elekt-

risch leitenden Folie (1) lokal verklebt wird.
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10.

11.

12.

13.
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Verfahren nach Anspruch 5, bei dem Klebstoff auf die leitende Fo-
lie (1) an den fur das mindestens eine elektronische Bauelement
(6) vorgesehenen Stellen aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem der Klebstoff auf die

aktive Seite des elektronischen Bauelements (6) aufgebracht wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 5 bis 7, bei dem Abstands-
elemente (5) zwischen der leitfahigen Folie (1) und dem mindes-

tens einen elektronischen Bauelement (6) vorgesehen werden.

Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die Abstandselemente (5)
dem Kleber beigefuigt werden.

Verfahren nach Anspruch 9, bei dem durch Auswahl unterschied-
lich groBer Abstandselemente (5) verschiedene Dicken des Die-

lektrikums hergestellt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
die als Ausgangsmaterial verwendete leitende Folie eine durch ei-

ne Tragerfolie verstarkte Folie ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem
die leitende Folie vor dem Befestigen des elektronischen Bauele-
ments (6) zur Bildung von Anschlusspads (23) fur die Anschlisse

des elektronischen Bauelements (6) strukturiert wird.

Verfahren nach Anspruch 12, bei dem das elektronische Bauele-
ment (6) mit seinen Anschlissen mit den Anschlusspads (23) der

leitenden Folie verbunden wird.
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18.

19.

20.

21.

22.
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Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei dem das elektronische

Bauelement (6) mit einem leitenden Klebstoff befestigt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 14, bei dem das

elektronische Bauelement (6) mit Lot befestigt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 15, bei dem nach der
Befestigung des elektronischen Bauelements (6) die Tragerfolie

abgezogen wird.

Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 14, bei dem nach der
Befestigung des mindestens einen elektronischen Bauelements

(6) die Tragerfolie strukturiert wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
die leitende Folie nach der Befestigung des mindestens einen
elektronischen Bauelements (6) strukturiert wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
die auf der leitfahigen Folie (1) befestigten elektronischen Bau-

elemente (6) mit einem Fullmaterial umhdllt werden.

Verfahren nach Anspruch 19, bei dem mehrere elektronische

Bauelemente (6) gemeinsam umhiullt werden.

Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, bei dem die Umhillung (7)
zur Bildung dreidimensionaler Strukturen ausgebildet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
die leitfahige Folie (1) vor dem Befestigen der Bauelemente (6) mit

Justagemarkierungen (2) versehen wird.
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27.

28.

29.

30.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
die elektronische Baugruppe vor und/oder nach dem Auflaminie-

ren auf den Leiterplattentrager (9) zugeschnitten wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem
Kuhlkérper mit der leitfahigen Folie (1) und/oder mindestens ei-

nem elektronischen Bauelement (6) verbunden werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
mechanische Elemente mit eingebaut werden, die vorzugsweise in

einer gemeinsamen Umhillung (7) angeordnet werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
die Verdrahtung der elektronischen Bauelemente (6) durch strom-
lose Metallabscheidung erzeugt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
der Leiterplattentrager (9) mit einer metallischen Schicht (12) ver-

bunden wird.

Verfahren nach Anspruch 27, bei dem zwischen den elektroni-
schen Bauteilen (6) und/oder einem Kuhlkérper und der metalli-
schen Schicht (12) Kuhlkanale (15) ausgebildet werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
mehrere mit jeweils mindestens einem elektronischen Bauelement
(6) versehene leitende Folien (1, 14) zu einem Mehrlagenaufbau

zusammengefasst werden.

Verfahren nach Anspruch 29, bei dem der Mehrlagenaufbau zwei
Leiterplattentrager (9) aufweist.
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37.1
37.2

37.3
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Verfahren nach Anspruch 30, bei dem zwischen den beiden Lei-
terplattentragern (9) eine metallische Kihlschicht (12) angeordnet

ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei dem
als Ausgangsmaterial eine harzbeschichtete Kupferfolie verwendet
wird, durch deren Harzschicht Lécher gebohrt werden, durch die
das mindestens eine elektronische Bauelement (6) mit Bumps

(45) an der darunter liegenden leitenden Schicht befestigt wird.

Verfahren nach Anspruch 32, bei dem das elektronische Bauele-
ment (6) in die gebildeten Offnungen unter Temperatureinfluss

eingepresst wird.

Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, bei dem der elektrische
Kontakt durch das Verpressen hergestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, bei dem die Bumps (45)

umschmolzen werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 32 bis 35, bei dem die Kup-
ferfolie in Verlangerung der Lécher der Harzschicht mit Léchern
versehen wird, in die die Bumps (45) eingesteckt und verl6tet

werden.

Elektronische Baugruppe, enthaltend

einen Leiterplattentrager (9),

mindestens ein darin eingebettetes elektronisches Bauelement
(6), sowie

eine Verdrahtungsstruktur, die

mit der aktiven Seite des elektronischen Bauelements (6) lokal
verklebt ist.
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38. Elektronische Baugruppe, insbesondere nach Anspruch 37, her-

stellbar durch ein Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 36.
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